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※研究概要（Summary ）： 

廃ポリカーボネート（PC）製品を特殊処理により、

バージン品と同等品質のペレットへ再生する加工の

事業化を目指している。最終的には、光学製品への導

入を考えている。社内で作製したポリカーボネートの

試作品について、最終製品と同様の状態に加工して評

価をする必要があるため、東北大学微細加工プラット

フォームで所有する微細加工装置を利用するもので

ある。 

 

※実験（Experimental）： 

芝浦メカトロニクス製のスパッタ装置（マグネトロ

ン方式、RF 電源）を利用して、ポリカーボネートプ

レート上に所望の膜厚の Ag 薄膜を成膜する。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 スパッタ装置を利用して、所望の厚さの Ag 薄膜を

再生ポリカーボネートプレート上に成膜した。成膜時

にはとくに問題は起きなかった。再生ポリカーボネー

トプレートの性質を評価するため、Ag スパッタ処理

したポリカーボネートプレートを恒温恒湿曹内に入

れて加速試験を実施し、試験前後での観察を行った。

その結果、バージン品と比較して、再生ポリカーボネ

ート品では加水分解に起因すると思われる欠陥が多

く見られた。欠陥が数多く発生してしまうと、最終製

品に求められる品質を満たせないため、原因について

さらに調査を行っているところである。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

 今後の課題は、再生ポリカーボネートプレートにて発

生した加水分解の分析を行い、各再生プロセスの検証を

行う。加えて、プロセスを変更した試作品についても

Ag スパッタ処理をし、試験を継続する予定である。 

 


